








































专利名称(译) 超声波换能器元件封装，超声波换能器元件芯片，探针，探头，电子设备，超声波诊断装置以及超声波换
能器元件封装的制造方法

公开(公告)号 US9826961 公开(公告)日 2017-11-28

申请号 US13/917070 申请日 2013-06-13

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 ONISHI YASUNORI

发明人 ONISHI, YASUNORI

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/13 H01L41/25 B06B1/06

CPC分类号 A61B8/4494 A61B8/13 A61B8/4483 H01L41/25 B06B1/0629 Y10T29/42 A61B8/00

优先权 2012134560 2012-06-14 JP

其他公开文献 US20130338502A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声换能器元件封装包括第一基板，第二基板，支撑体，以及第一和第
二超声换能器。第一基板具有沿第一方向对齐的第一和第二开口。第二
基板具有沿第一方向对齐的第三和第四开口。支撑体支撑第一和第二基
板。第一和第二基板在与第一方向相交的第二方向上对齐，其间具有空
间。第一和第二超声换能器元件分别配置在第一和第二开口处。
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